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Exzellente Lötbarkeit für kleine 01005-Chips 

 

 
 
 
 
 

Abstand 

0,3mm 

IC-Raster 

 

Durchmesser 
0,3 mm 

 

Chip 
Pas 01005 

 

Anfänglich 
Druck nach 2 
Stunden 

Druck nach 4 

Stunden 

 

 
Testbedingungen: 

 
Oberflächenbeschaffenheit: ENIG 

Schablonendicke: 0,15mm 

Schablonenöffnung: Durchmesser 6,5mm 

Heizumgebung: Luft 

Heizprofil: Aufwärmen – Halten - 

Spitzenwert 

 
 
 

Bedingungen: 
Schablonendicke: 0,12 mm 

Oberflächenbeschaffenheit: 

OSP/ENIG/lmAg/lmSn 

Drucker: Panasonic SP18P-L 

 
 

 
Heizumgebung: Luft 

Heizprofil: Aufwärmen – Halten - 

Spitzenwert 

 
 
 

 
Legierung Schmelzpunkt (°C) Partikelgröße (µm) 
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Abstand 

0,4 mm 

QFP- 

Anschlüsse 
 

 
0402-Chip 

 
 
 
 
 

2,93% 1,08% 1,12% 0,96% 
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Standard 
 

3,08% 1,16% 2,43% 1,03% 

 

 
BGA 

 

3,87% 2,02% 2,51% 1,31% 

 

Exzellentes Lunkerverhalten 

Lotpaste 
Oberfläche 

P30-Paste  

Konventionelle Lotpaste 

   

   

   

Kein Slump festgestellt 
 

   

 s  
   

 Bestanden  

   
 Bestanden  
 Bestanden  
 , bestanden  
 Bestanden  
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